
03技 術 解 説

～定量的に扱えるめっきの品質管理～

　めっきは、皮膜の厚さが薄いと耐食性が低下し、厚いと外

観が悪くなることがあります。決められた厚さの範囲に収

まっているかどうかは、最も重要な品質管理の指標になりま

す。めっきの厚さ試験方法はJIS H8501に規定されており、

顕微鏡断面式、電解式、渦電流式、磁力式、蛍光X線式、β線式、

多重干渉式、走査型電子顕微鏡、測微器、質量計測による付着

量の10種類あります。めっきの種類、形状、単層か多層か、厚

さの程度によって測定法が異なります。ここでは、都産技研

で行っているめっきの厚さ試験方法について解説します。

　蛍光X線式の最大の特徴は非破壊で測定できることです。

試料にX線を照射し、発生する蛍光X線の量を測定すること

で、めっきの厚さを求めます。計測にはあらかじめ厚さが分

かっている標準片と素材が必要で、測定するめっきの種類や

厚さに合わせて、検量線を作成します。試料の形状やめっき

の厚さによっては測定困難な場合があります。

　顕微鏡断面式は、めっきの垂直断面を顕微鏡で観察して、

めっきの厚さを計測する方法です。試料を適当な大きさに切

断し、樹脂に埋め込み、マイクロスコープや金属顕微鏡で拡

めっきの品質試験は、受発注の際の品質管理および新技術開発の性能評価などに不可欠です。ここで
は、定量的に扱える品質項目である、めっきの厚さ試験方法についてご紹介します。

はじめに

電解式試験方法

蛍光X線式試験方法

図１　蛍光X線膜厚計

図2　顕微鏡断面式

めっきの厚さ試験方法

顕微鏡断面式試験方法

ご利用について 

大して厚さを計測します。断面を綺麗に観察するためには、

目的とする計測面を確認しながら、研磨紙で磨いていきま

す。最終研磨にはアルミナやダイヤモンド微粉などを用いて

仕上げます。また、めっき断面をエッチングして素材とめっ

き層との境界線を見やすくすることもあります。

　定電流電解によって、めっきの微少な一定面積が陽極的に

溶解し、除去されるのに要する時間が厚さに比例することを

応用して、めっきの厚さを求める方法です。溶解時間から厚

さを求める方法のため、標準板による校正が必要です。単層

めっきだけでなく多層めっきでも測定位置を変えずに各

めっきの厚さを測定することができます。試料の形状によっ

ては測定困難な場合があります。

　めっきの厚さ試験を含め、めっきについてのご相談があり

ましたら、表面技術グループのめっき担当までお問い合わせ

ください。　

表面技術グループ　<本部>
　　　　   　　　浦崎 香織里　TEL 03-5530-2630
　　　　 　　　  E-mail:urasaki.kaori@iri-tokyo.jp 

製品開発支援ラボ入居企業のご紹介

都産技研が行う事業の一つ、「製品開発支援ラボ」。これは、企業が持っている技術を製品化・事業化する
にあたり、必要な研究や実験、試験を行うことができるレンタルスペースです。この製品開発支援ラボに
入居されている企業をご紹介するシリーズ第３回目にご登場いただくのは、多摩テクノプラザ内にオ
フィスを構える株式会社ヒサワ技研。新構造のロータリコネクタの開発をラボがどのように支えたかに
ついてお聞きしました。

　当社は、コネクタなどの電気接続部分の設計、製造、販売を行う会社です。
平成22年7月に前職から独立し、この会社を設立してすぐ、8月に都産技
研 多摩テクノプラザの製品開発支援ラボに入居して、水銀を使用しない新し
い構造のロータリコネクタを開発しました。ロータリコネクタとは、固定部と
回転部を電気接続するための製品で、半導体製造設備など、産業機械に幅広
く使われています。水銀不使用の「RC-4-30」は、東京都中小企業振興公社の
「平成23年度新製品・新技術開発助成事業」の対象製品に認定されました。

新構造・水銀不使用の
ロータリコネクタ開発に
製品開発支援ラボが貢献

株式会社ヒサワ技研

水銀未使用の新構造ロータリコネクタを開発

　従来、水銀を使用することで大きな電流をコンパクトに流すことができた
ロータリコネクタですが、水銀を使わなくても同じ効果を得るために、転動
方式という構造にしたところ、製品化に成功しました。おそらく、この構造で
製品化したのは世界初だと思います。その開発にあたって、製品開発支援ラ
ボには通電試験、成分分析などでサポートしていただきましたが、当社の社
員はまだ私１人なので、たった１人で開発していると、行き詰ってしまうん
ですね。そういうときに、コーディネータが相談に乗ってくれたのはあらゆ
る面で救われましたし、また製品の開発段階を客観視することができたのも
大きかったです。

周りとのコミュニケーションで自らの開発を客観視できた

　さまざまな情報が得られることも、ラボ活用のメリットですね。助成金の
情報なども都産技研で聞いて申請し、開発に充てることができました。また、
東京都知的財産総合センターが隣接していたので、いろいろと相談に乗っ
ていただき、弁理士を介することなく特許を出願できたのは、費用面でも大
いに助かりました。もしラボを利用できなかったら、時間と費用がもっとか
かっていたと思いますね。ソフト面・ハード面の両面で支えていただき、とて
も心強い施設です。利用しないのは、損だと思います。

助成金や知的財産などの情報にもアクセスしやすい

代表取締役社長 沢田 博史さん　

（株）ヒサワ技研が開発した水銀を使用しない
ロータリコネクタ
（上）水銀不使用ロータリコネクタ　（中）耐腐食ロータリ
コネクタ標準品　（下）多極ロータリコネクタ
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株式会社ヒサワ技研

上：樹脂埋込試料　下：顕微鏡拡大写真

素材

めっき層
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